
对应量产在线全数检查的高速CT断层扫描X射线检查装置

基本规格

外形尺寸图

硬件构成/功能规格

项目 内容

机种

检查对象元件

检查项目

BGA/CSP、插入元件、SOP/QFP、三极管、CHIP元件、底部电极元件、QFN、功率模块

缺焊、未浸润、焊锡量、偏移、异物、桥接、引脚有无等（根据检查对象不同作不同选择）

通过平行CT进行3D切片摄像

10,15,20,25,30μm(可根据不同检查对象进行选择)

密闭型微型聚焦X射线管（130KV）

FPD

VT-X700高精度
X射线CT摄像的构成

对于穿透型X射线检查很困难的BGA浸润不良，本机器可通

过CT方式获取截面图像并进行分析，准确把握不良。

除BGA以外的元件也能准确进行自动检查

良品 浸润不良

截面切开图像 CT图像截面切开图像 CT图像

VT-X700通过CT切片扫描，对焊点形状形成3D数据并进行解析。对于BGA焊锡接合面

的浸润不良等问题，可以通过截面解析得以准确检查。

通过电脑还原3D图像
（CT算法）

3D数据
(Image)

纵切面 横切面

渲染效果扩大图

纵向

横向

NEW

对象元件种类 正常

CHIP元件

少锡

少锡

引脚浮起

浸润不足

插孔元件

QFN

引脚元件
三极管

鸥翼型引脚元件
（SOP QFP）

不良 CT图像CT图像

摄像方式

摄像分辨率

X线源

X线感测器

基板尺寸

基板重量

搭载元件高度

板弯

外形尺寸

装置重量

基板搬送高度

电源电压

功率

X射线泄漏量

摄像规格

对象基板

机器规格

通过CT切片摄像，使“看不见的部分”可以准确进行3D检查。

高度可信赖性

* 样本中的3D图形是使用Volume Graphics公司的［VG Studio］软件作成的。

透视图像×各种角度摄像

不光是BGA 还有CSP、QFN、QFP、 电阻/电容元件、插孔元件等也可以针对以下焊点进行检查。使检查效率极大提高。

高速X射线CT断层扫描自动检查装置
型号：VT-X700-E,VT-X700-L

VT-X700-E VT-X700-L

对应基板（50×50-330×305mm）厚度：0.4-3.0mm

2.0kg以下（元件已贴装的状态）

2.0mm以下

1,550(W)×1,650(D)×1,620(H)mm

约2,920kg

单相 200/210/220/230/240 VAC(±10%),50/60Hz

3.1kVA

对应基板（50×50-610×610mm）厚度：0.6-7.0mm

12.0kg以下（元件已贴装的状态）

3.0mm以下

2,180(W)×2,500(D)×1,720(H)mm

约5,250kg

三相 200/210/220/230/240 VAC
380/405/415/440 VAC(±10%),50/60Hz

4.7kVA

表面：50mm以下 反面：20mm以下

900±15mm

低于0.5μSv/h

VT-X700-E

本说明只登载选择机种时必要考虑的事项，没有登载使用上的注意事项。
关于使用上的注意事项，在使用前请一定先参考使用指南。
本说明所登载的应用事例只做参考，在实际使用时请认装置的功能以及安全性后再使用，使用于本目录登载内容以外的条件和环境，以及关系到
核动力控制、铁路、航空、燃烧装置、娱乐设备、安全设备和其他对生命和财产有较大影响的情况时，特别是对安全性要求严格的情况时，建议
在充分考虑规格和安全性的前提下使用，并且请与本公司销售人员就具体产品规格及安全事项进行协商。
本产品在住宅区使用时会有可能产生电磁影响。

* 请向欧姆龙销售代表咨询VT-700-L加大码机器的尺寸

气泡

取像截面

3D图像IC CHIP

功率模块
(IGBT,MOS-FET)

取像截面
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在检查模式下，选择所需的分辨率（15-30μm）和切片次数（16/24/32次）,

高速获取检查所需的CT图像。高速性使在线的全数检查得以实现。

针对试产、量产、出货后的基板，使用VT-X700的解析模式，
对检测值进行确认。也可以获取不良元件的3D数据、检查结果数据，
进行不良原因分析。

不遗漏易漏判的不良 高速的量产在线对应 提供安全、放心的操作环境

1550 mm

1650 mm

X射线相机

基板

X射线发生器

1620 mm

为您解决产线的实际问题

高度可信赖性

高 速 性

本机器可用于产线的各段检查工序，使产线高效化。

安 全

X射线照射时的泄漏量低于0.5μSv/h!

放 心

保修·点检易于进行高 速 安全 放心
针对BGA元件的焊锡接合面等穿透型X射

线装置或者目视检查无法检测到的形状，

本机器通过CT断层扫描进行检测。可以

做到准确的良品判定。

1个FOV的检查时间只需要4秒，达到高

速检查。
X射线的泄漏量低于0.5μSv/h

只有在需要时才以脉冲方式发射X射线，

在降低放射线发射量的同时，也可延长内

部元件的使用寿命。

穿透型X射线图像 VT-X700 CT图像

透视型检查看不出差别 CT检查有明显差别

安全

使用密闭型管状X射线发生器！

X射线发生器使用微聚焦密闭管，尽量缩

短放射时间的同时，也实现了稳定的高精

度检出。

放心

VT- X 7 0 0的超低辐射设计，一年的辐射量只有

0.183mSv，而生活在自然环境中所受的辐射约为

2.4mSv/年（世界平均水平），机器辐射量约为自然环

境中辐射量的1/10，对人体是很安全的，这种设计保

证了日常业务不受影响。

详细分析工艺不良·市场返修品

3D图像

设计 试产 评估 量产 解析

不良解析

[工艺不良]

市场返修品

不良确认末端

(Q-upX_3D-Viewer)

工程改善软件(QupX)

3D数据加工软件

工艺不良

对印刷、贴装、过炉等SMT产线全部

制造过程进行整体把握。

通过VT-X700获取数据后，作成准确

的3D摸型，不漏判细小的不良。

针对检查对象元件，使用CT方式获

取3D图像数据，对不良进行检查。参

照确切的检测值。

工艺照台

3D数据照台

选项

针对被窗口包围的范围进行3D再构建。计算出球体

中心附近的高度，并自动检出PIN脚配置和大小。

程序作成所使用的外接

编程末端（CTS）。即

使机器正在使用中也可

同时进行离线编程。

使用解析摸式,以及通过3D

数据道行焊锡状况分析所

使用的末端。用于生产过程

中或市场发生的不良解析

以及反修品解析等。

对应检出的PIN脚位置，检查窗口

被自动粘贴上去，并完成检查程

序的设定。

通过激光变位
计进行距离测量

检查窗口

BGA1

BGA2

CHIP元件

Analysis of 3D images

锡膏印刷机 贴片机 回流炉

充实灵活的选项

外接编程末端
(CTS)

不良确认末端
(RVS+3DViewer)

工程改善软件（Q-upNavi）

检查模式解析模式 解析模式

对于双面同时搭载多个BGA元件的基板，
可以实现一次性准确检查。

BGA ×2（208pIn，1.0引脚间距）
插孔元件 ×3（53pin×1.32pin×2）
QFN ×3（32pin，0.75引脚间距）
QFP ×1（64pin，0.5引脚间距）
三极管 ×9
CHIP ×21

基板检查条件

检查速度

35秒

*

摄像条件

240 mm

160 mm

BGA ：分辨率20μm/16次切片
其他 ：分辨率30μm/16次切片
切片次数和分辨率根据检查对象元件和基板的状态而不同。

*包含对A-E这5个FOV进行CT摄像，以及含基板搬出入的检查时间。

在解析模式下，选择高分辨率（10μm）和高切片次（128次）

以获得高质量的3D数据，主要用于试产评估以及工程不良原因分析。
[解析模式]

[检查模式]

操作人性化

通过高精度的实物确认，明确不良原因。

站在客户的角度实现 「人性化的操作」。

自动粘贴窗口 通过激光变位计实现板弯补正

* 程序操作者一天、平均每天

操作1个小时：

0.5μSv/h×1h/日×365日

=0.183mSv

0

2.0

4.0

6.0

8.0

操作VT-X7000

0.18mSv/年*

胸透X射线检查

0.3mSv/回

1年内受到自

然界辐射量

（世界平均水平）

2.4mSv/年

胸透CT检查

6.9mSv/回

VT-X700使用了密闭式管状X射线发生器，使更换简单

易行，停机时间更短。同时也能确保检出精度，令客户

放心使用。

使用密闭式管状X射线发生器，更换简便

在保修方面，有欧姆龙的专业工程师进行切实有效的

技术支持，客户可放心导入。

专业工程师作技术支持，放心使用

根据不同客户的使用条件，提供丰富多样的保修菜单。

请咨询客户营业担当。

保修菜单丰富多样

QupNavi是一款分析检查结果、向产线进行反馈的品质管理软件。不

管担当者是否有经验，通过这款软件都可以进行原因锁定、改善线

体工艺。

从检查确认到原因把握和对策实
施，软件支援全线的工程改善。

工程照合分析

（Q-upNavi）

外观检查能够对应的，
通过外观检查装置实
施检查

外观检查无法对应的，
由CT方式X射线检查装
置对应

4secF O V
(Field of View)

FOV(Field of View)4秒

Q-upNavi软件针对X射线装置的检查运用部分以及一部分的检查逻辑，是和爱信AW公司
共同开发的。

超微量辐射设计，使一年所受辐射量低于
自然环境中受辐射量的十分之一。

[辐射量(mSv)]

近年来，在车载电子行业、消费性电子业、数码家电业，除了

对于及其尺寸、多功能、高性能等方面的要求以外，越来越多的

厂家增加了高密度的元件贴装。组装在成品里的贴装基板，也很

大数量地用到BGA/CSP等表面无法看到焊锡接合面的元件。以往

的X射线透视型检查手法，会发生很多误判以及漏判，使检查结

果不稳定。

高速的X射线CT断层摄像技术,

革命性提高了基板检查的效率。

VT-X700这款机器使用独立的X射线CT检查手段，结合在线化技术

的开发,使机器在高速状态下获得贴装元件的3D数据,准确把握3D数

据中检查对象位置,使本来互相矛盾的在线全数检查所要求的速度和

稳定的检查品质得以兼备。

而且,安全无害的设计和周全的保修体制使用户能在安全环境中

进行检查。欧姆龙向您提案这样一款X射线CT全自动在线检查装置。
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在检查模式下，选择所需的分辨率（15-30μm）和切片次数（16/24/32次）,

高速获取检查所需的CT图像。高速性使在线的全数检查得以实现。

针对试产、量产、出货后的基板，使用VT-X700的解析模式，
对检测值进行确认。也可以获取不良元件的3D数据、检查结果数据，
进行不良原因分析。

不遗漏易漏判的不良 高速的量产在线对应 提供安全、放心的操作环境

1550 mm

1650 mm

X射线相机

基板

X射线发生器

1620 mm

为您解决产线的实际问题

高度可信赖性

高 速 性

本机器可用于产线的各段检查工序，使产线高效化。

安 全

X射线照射时的泄漏量低于0.5μSv/h!

放 心

保修·点检易于进行高 速 安全 放心
针对BGA元件的焊锡接合面等穿透型X射

线装置或者目视检查无法检测到的形状，

本机器通过CT断层扫描进行检测。可以

做到准确的良品判定。

1个FOV的检查时间只需要4秒，达到高

速检查。
X射线的泄漏量低于0.5μSv/h

只有在需要时才以脉冲方式发射X射线，

在降低放射线发射量的同时，也可延长内

部元件的使用寿命。

穿透型X射线图像 VT-X700 CT图像

透视型检查看不出差别 CT检查有明显差别

安全

使用密闭型管状X射线发生器！

X射线发生器使用微聚焦密闭管，尽量缩

短放射时间的同时，也实现了稳定的高精

度检出。

放心

VT- X 7 0 0的超低辐射设计，一年的辐射量只有

0.183mSv，而生活在自然环境中所受的辐射约为

2.4mSv/年（世界平均水平），机器辐射量约为自然环

境中辐射量的1/10，对人体是很安全的，这种设计保

证了日常业务不受影响。

详细分析工艺不良·市场返修品

3D图像

设计 试产 评估 量产 解析

不良解析

[工艺不良]

市场返修品

不良确认末端

(Q-upX_3D-Viewer)

工程改善软件(QupX)

3D数据加工软件

工艺不良

对印刷、贴装、过炉等SMT产线全部

制造过程进行整体把握。

通过VT-X700获取数据后，作成准确

的3D摸型，不漏判细小的不良。

针对检查对象元件，使用CT方式获

取3D图像数据，对不良进行检查。参

照确切的检测值。

工艺照台

3D数据照台

选项

针对被窗口包围的范围进行3D再构建。计算出球体

中心附近的高度，并自动检出PIN脚配置和大小。

程序作成所使用的外接

编程末端（CTS）。即

使机器正在使用中也可

同时进行离线编程。

使用解析摸式,以及通过3D

数据道行焊锡状况分析所

使用的末端。用于生产过程

中或市场发生的不良解析

以及反修品解析等。

对应检出的PIN脚位置，检查窗口

被自动粘贴上去，并完成检查程

序的设定。

通过激光变位
计进行距离测量

检查窗口

BGA1

BGA2

CHIP元件

Analysis of 3D images

锡膏印刷机 贴片机 回流炉

充实灵活的选项

外接编程末端
(CTS)

不良确认末端
(RVS+3DViewer)

工程改善软件（Q-upNavi）

检查模式解析模式 解析模式

对于双面同时搭载多个BGA元件的基板，
可以实现一次性准确检查。

BGA ×2（208pIn，1.0引脚间距）
插孔元件 ×3（53pin×1.32pin×2）
QFN ×3（32pin，0.75引脚间距）
QFP ×1（64pin，0.5引脚间距）
三极管 ×9
CHIP ×21

基板检查条件

检查速度

35秒

*

摄像条件

240 mm

160 mm

BGA ：分辨率20μm/16次切片
其他 ：分辨率30μm/16次切片
切片次数和分辨率根据检查对象元件和基板的状态而不同。

*包含对A-E这5个FOV进行CT摄像，以及含基板搬出入的检查时间。

在解析模式下，选择高分辨率（10μm）和高切片次（128次）

以获得高质量的3D数据，主要用于试产评估以及工程不良原因分析。
[解析模式]

[检查模式]

操作人性化

通过高精度的实物确认，明确不良原因。

站在客户的角度实现 「人性化的操作」。

自动粘贴窗口 通过激光变位计实现板弯补正

* 程序操作者一天、平均每天

操作1个小时：

0.5μSv/h×1h/日×365日

=0.183mSv

0

2.0

4.0

6.0

8.0

操作VT-X7000

0.18mSv/年*

胸透X射线检查

0.3mSv/回

1年内受到自

然界辐射量

（世界平均水平）

2.4mSv/年

胸透CT检查

6.9mSv/回

VT-X700使用了密闭式管状X射线发生器，使更换简单

易行，停机时间更短。同时也能确保检出精度，令客户

放心使用。

使用密闭式管状X射线发生器，更换简便

在保修方面，有欧姆龙的专业工程师进行切实有效的

技术支持，客户可放心导入。

专业工程师作技术支持，放心使用

根据不同客户的使用条件，提供丰富多样的保修菜单。

请咨询客户营业担当。

保修菜单丰富多样

QupNavi是一款分析检查结果、向产线进行反馈的品质管理软件。不

管担当者是否有经验，通过这款软件都可以进行原因锁定、改善线

体工艺。

从检查确认到原因把握和对策实
施，软件支援全线的工程改善。

工程照合分析

（Q-upNavi）

外观检查能够对应的，
通过外观检查装置实
施检查

外观检查无法对应的，
由CT方式X射线检查装
置对应

4secF O V
(Field of View)

FOV(Field of View)4秒

Q-upNavi软件针对X射线装置的检查运用部分以及一部分的检查逻辑，是和爱信AW公司
共同开发的。

超微量辐射设计，使一年所受辐射量低于
自然环境中受辐射量的十分之一。

[辐射量(mSv)]

近年来，在车载电子行业、消费性电子业、数码家电业，除了

对于及其尺寸、多功能、高性能等方面的要求以外，越来越多的

厂家增加了高密度的元件贴装。组装在成品里的贴装基板，也很

大数量地用到BGA/CSP等表面无法看到焊锡接合面的元件。以往

的X射线透视型检查手法，会发生很多误判以及漏判，使检查结

果不稳定。

高速的X射线CT断层摄像技术,

革命性提高了基板检查的效率。

VT-X700这款机器使用独立的X射线CT检查手段，结合在线化技术

的开发,使机器在高速状态下获得贴装元件的3D数据,准确把握3D数

据中检查对象位置,使本来互相矛盾的在线全数检查所要求的速度和

稳定的检查品质得以兼备。

而且,安全无害的设计和周全的保修体制使用户能在安全环境中

进行检查。欧姆龙向您提案这样一款X射线CT全自动在线检查装置。
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在检查模式下，选择所需的分辨率（15-30μm）和切片次数（16/24/32次）,

高速获取检查所需的CT图像。高速性使在线的全数检查得以实现。

针对试产、量产、出货后的基板，使用VT-X700的解析模式，
对检测值进行确认。也可以获取不良元件的3D数据、检查结果数据，
进行不良原因分析。

不遗漏易漏判的不良 高速的量产在线对应 提供安全、放心的操作环境

1550 mm

1650 mm

X射线相机

基板

X射线发生器

1620 mm

为您解决产线的实际问题

高度可信赖性

高 速 性
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VT- X 7 0 0的超低辐射设计，一年的辐射量只有
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详细分析工艺不良·市场返修品

3D图像

设计 试产 评估 量产 解析

不良解析

[工艺不良]

市场返修品

不良确认末端

(Q-upX_3D-Viewer)

工程改善软件(QupX)

3D数据加工软件

工艺不良
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通过激光变位
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BGA1
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Analysis of 3D images

锡膏印刷机 贴片机 回流炉

充实灵活的选项

外接编程末端
(CTS)
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4secF O V
(Field of View)

FOV(Field of View)4秒

Q-upNavi软件针对X射线装置的检查运用部分以及一部分的检查逻辑，是和爱信AW公司
共同开发的。
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自然环境中受辐射量的十分之一。

[辐射量(mSv)]

近年来，在车载电子行业、消费性电子业、数码家电业，除了

对于及其尺寸、多功能、高性能等方面的要求以外，越来越多的

厂家增加了高密度的元件贴装。组装在成品里的贴装基板，也很

大数量地用到BGA/CSP等表面无法看到焊锡接合面的元件。以往

的X射线透视型检查手法，会发生很多误判以及漏判，使检查结

果不稳定。

高速的X射线CT断层摄像技术,

革命性提高了基板检查的效率。

VT-X700这款机器使用独立的X射线CT检查手段，结合在线化技术

的开发,使机器在高速状态下获得贴装元件的3D数据,准确把握3D数

据中检查对象位置,使本来互相矛盾的在线全数检查所要求的速度和

稳定的检查品质得以兼备。

而且,安全无害的设计和周全的保修体制使用户能在安全环境中

进行检查。欧姆龙向您提案这样一款X射线CT全自动在线检查装置。



对应量产在线全数检查的高速CT断层扫描X射线检查装置

基本规格

外形尺寸图

硬件构成/功能规格

项目 内容

机种

检查对象元件

检查项目

BGA/CSP、插入元件、SOP/QFP、三极管、CHIP元件、底部电极元件、QFN、功率模块

缺焊、未浸润、焊锡量、偏移、异物、桥接、引脚有无等（根据检查对象不同作不同选择）

通过平行CT进行3D切片摄像

10,15,20,25,30μm(可根据不同检查对象进行选择)

密闭型微型聚焦X射线管（130KV）

FPD

VT-X700高精度
X射线CT摄像的构成

对于穿透型X射线检查很困难的BGA浸润不良，本机器可通

过CT方式获取截面图像并进行分析，准确把握不良。

除BGA以外的元件也能准确进行自动检查

良品 浸润不良

截面切开图像 CT图像截面切开图像 CT图像

VT-X700通过CT切片扫描，对焊点形状形成3D数据并进行解析。对于BGA焊锡接合面

的浸润不良等问题，可以通过截面解析得以准确检查。

通过电脑还原3D图像
（CT算法）

3D数据
(Image)

纵切面 横切面

渲染效果扩大图

纵向

横向

NEW

对象元件种类 正常

CHIP元件

少锡

少锡

引脚浮起

浸润不足

插孔元件

QFN

引脚元件
三极管

鸥翼型引脚元件
（SOP QFP）

不良 CT图像CT图像

摄像方式

摄像分辨率

X线源

X线感测器

基板尺寸

基板重量

搭载元件高度

板弯

外形尺寸

装置重量

基板搬送高度

电源电压

功率

X射线泄漏量

摄像规格

对象基板

机器规格

通过CT切片摄像，使“看不见的部分”可以准确进行3D检查。

高度可信赖性

* 样本中的3D图形是使用Volume Graphics公司的［VG Studio］软件作成的。

透视图像×各种角度摄像

不光是BGA 还有CSP、QFN、QFP、 电阻/电容元件、插孔元件等也可以针对以下焊点进行检查。使检查效率极大提高。

高速X射线CT断层扫描自动检查装置
型号：VT-X700-E,VT-X700-L

VT-X700-E VT-X700-L

对应基板（50×50-330×305mm）厚度：0.4-3.0mm

2.0kg以下（元件已贴装的状态）

2.0mm以下

1,550(W)×1,650(D)×1,620(H)mm

约2,920kg

单相 200/210/220/230/240 VAC(±10%),50/60Hz

3.1kVA

对应基板（50×50-610×610mm）厚度：0.6-7.0mm

12.0kg以下（元件已贴装的状态）

3.0mm以下

2,180(W)×2,500(D)×1,720(H)mm

约5,250kg

三相 200/210/220/230/240 VAC
380/405/415/440 VAC(±10%),50/60Hz

4.7kVA

表面：50mm以下 反面：20mm以下

900±15mm

低于0.5μSv/h

VT-X700-E

本说明只登载选择机种时必要考虑的事项，没有登载使用上的注意事项。
关于使用上的注意事项，在使用前请一定先参考使用指南。
本说明所登载的应用事例只做参考，在实际使用时请认装置的功能以及安全性后再使用，使用于本目录登载内容以外的条件和环境，以及关系到
核动力控制、铁路、航空、燃烧装置、娱乐设备、安全设备和其他对生命和财产有较大影响的情况时，特别是对安全性要求严格的情况时，建议
在充分考虑规格和安全性的前提下使用，并且请与本公司销售人员就具体产品规格及安全事项进行协商。
本产品在住宅区使用时会有可能产生电磁影响。

* 请向欧姆龙销售代表咨询VT-700-L加大码机器的尺寸

气泡

取像截面

3D图像IC CHIP

功率模块
(IGBT,MOS-FET)

取像截面



对应量产在线全数检查的高速CT断层扫描X射线检查装置
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缺焊、未浸润、焊锡量、偏移、异物、桥接、引脚有无等（根据检查对象不同作不同选择）

通过平行CT进行3D切片摄像

10,15,20,25,30μm(可根据不同检查对象进行选择)

密闭型微型聚焦X射线管（130KV）

FPD

VT-X700高精度
X射线CT摄像的构成

对于穿透型X射线检查很困难的BGA浸润不良，本机器可通

过CT方式获取截面图像并进行分析，准确把握不良。

除BGA以外的元件也能准确进行自动检查

良品 浸润不良

截面切开图像 CT图像截面切开图像 CT图像

VT-X700通过CT切片扫描，对焊点形状形成3D数据并进行解析。对于BGA焊锡接合面

的浸润不良等问题，可以通过截面解析得以准确检查。

通过电脑还原3D图像
（CT算法）

3D数据
(Image)
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机器规格

通过CT切片摄像，使“看不见的部分”可以准确进行3D检查。

高度可信赖性

* 样本中的3D图形是使用Volume Graphics公司的［VG Studio］软件作成的。

透视图像×各种角度摄像

不光是BGA 还有CSP、QFN、QFP、 电阻/电容元件、插孔元件等也可以针对以下焊点进行检查。使检查效率极大提高。

高速X射线CT断层扫描自动检查装置
型号：VT-X700-E,VT-X700-L

VT-X700-E VT-X700-L

对应基板（50×50-330×305mm）厚度：0.4-3.0mm

2.0kg以下（元件已贴装的状态）

2.0mm以下

1,550(W)×1,650(D)×1,620(H)mm

约2,920kg

单相 200/210/220/230/240 VAC(±10%),50/60Hz

3.1kVA
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3.0mm以下
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约5,250kg
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380/405/415/440 VAC(±10%),50/60Hz

4.7kVA

表面：50mm以下 反面：20mm以下

900±15mm

低于0.5μSv/h

VT-X700-E

本说明只登载选择机种时必要考虑的事项，没有登载使用上的注意事项。
关于使用上的注意事项，在使用前请一定先参考使用指南。
本说明所登载的应用事例只做参考，在实际使用时请认装置的功能以及安全性后再使用，使用于本目录登载内容以外的条件和环境，以及关系到
核动力控制、铁路、航空、燃烧装置、娱乐设备、安全设备和其他对生命和财产有较大影响的情况时，特别是对安全性要求严格的情况时，建议
在充分考虑规格和安全性的前提下使用，并且请与本公司销售人员就具体产品规格及安全事项进行协商。
本产品在住宅区使用时会有可能产生电磁影响。
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购买欧姆龙产品的客户须知 

承诺事项 

202110

注：规格如有变更，恕不另行通知。请以最新产品说明书为准。

欧姆龙自动化(中国)有限公司 
http://www.fa.omron.com.cn     咨询热线：400-820-4535 

欧姆龙自动化(中国)有限公司  版权所有 2021Cat. No. SCWB-CN5-031F

IC321GC-zh

  承蒙对欧姆龙株式会社 ( 以下简称“ 本公司 ”) 产品的一贯厚爱和支持，藉此机会再次深表谢意。

如果未特别约定，无论贵司从何处购买的产品，都将适用本承诺事项中记载的事项。

请在充分了解这些注意事项基础上订购。

1. 定义

本承诺事项中的术语定义如下。

(1) “ 本公司产品 ”：是指“ 本公司 ”的 FA 系统机器、通用控制器、传感器、电子 / 结构部件。

(2) “ 产品目录等 ”：是指与“ 本公司产品 ”有关的欧姆龙综合产品目录、FA 系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子 / 机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、

使用说明书、操作指南等，包括以电子数据方式提供的资料。

(3) “ 使用条件等 ”：是指在“ 产品目录等 ”资料中记载的“ 本公司产品 ”的使用条件、额定值、性能、运行环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项。

(4) “ 客户用途 ”：是指客户使用“ 本公司产品 ”的方法，包括将“ 本公司产品 ”组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。

(5) “ 适用性等 ”：是指在“ 客户用途 ”中“ 本公司产品 ”的 (a) 适用性、(b) 动作、(c) 不侵害第三方知识产权、(d) 法规法令的遵守以及 (e) 满足各种规格标准。

2. 关于记载事项的注意事项

对“ 产品目录等 ”中的记载内容，请理解如下要点。

(1) 额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值，并不构成对各额定值及性能值的综合条件下获得值的承诺。

(2) 提供的参考数据仅作为参考，并非可在该范围内一直正常运行的保证。

(3) 应用示例仅作参考，不构成对“ 适用性等 ”的保证。

(4) 如果因技术改进等原因，“ 本公司 ”可能会停止“ 本公司产品 ”的生产或变更“ 本公司产品 ”的规格。

3. 使用时的注意事项

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。

(1) 除了额定值、性能指标外，使用时还必须遵守“ 使用条件等 ”。

(2) 客户应事先确认“ 适用性等 ”，进而再判断是否选用“ 本公司产品 ”。“ 本公司 ”对“ 适用性等 ”不做任何保证。

(3) 对于“ 本公司产品 ”在客户的整个系统中的设计用途，客户应负责事先确认是否已进行了适当配电、安装等事项。

(4) 使用“ 本公司产品 ”时，客户必须采取如下措施：(i) 相对额定值及性能指标，必须在留有余量的前提下使用“ 本公司产品 ”，并采用冗余设计等安全设计 (ii) 所采用的安全设计必须确

保即使“ 本公司产品 ”发生故障时也可将“ 客户用途 ”中的危险降到最小程度、(iii) 构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(iv) 针对“ 本公司产品 ”及“ 客户用途 ”定期实施各项

维护保养。

(5) 因 DDoS 攻击（分布式 DoS 攻击）、计算机病毒以及其他技术性有害程序、非法侵入，即使导致“ 本公司产品 ”、所安装软件、或者所有的计算机器材、计算机程序、网络、数据库受到

感染，对于由此而引起的直接或间接损失、损害以及其他费用，“ 本公司 ”将不承担任何责任。

 对于 (i) 杀毒保护、(ii) 数据输入输出、(iii) 丢失数据的恢复、(iv) 防止“ 本公司产品 ”或者所安装软件感染计算机病毒、(v) 防止对“ 本公司产品 ”的非法侵入，请客户自行负责采取充分措施。

(6) “ 本公司产品 ”是作为应用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。除“ 本公司 ”已表明可用于特殊用途的，或已经与客户有特殊约定的情形外，若客户将“ 本公司产品 ”直接用于

以下用途的，“ 本公司 ”无法作出保证。

 (a) 必须具备很高安全性的用途 ( 例：核能控制设备、燃烧设备、航空 / 宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途 )

 (b) 必须具备很高可靠性的用途 ( 例：燃气、自来水、电力等供应系统、24 小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等 )

 (c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途 ( 例：安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等 )

 (d) “ 产品目录等 ”资料中未记载的条件或环境下的用途

(7) 除了不适用于上述 3.(6)(a) 至 (d) 中记载的用途外，“ 本产品目录等资料中记载的产品 ”也不适用于汽车 ( 含二轮车，以下同 )。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品，请咨询本

公司销售人员。

4. 保修条件

“ 本公司产品 ”的保修条件如下。

(1) 保修期限　自购买之日起 1 年。( 但是，“ 产品目录等 ”资料中有明确说明时除外。)

(2) 保修内容　对于发生故障的“ 本公司产品 ”，由“ 本公司 ”判断并可选择以下其中之一方式进行保修。

 (a) 在本公司的维修保养服务点对发生故障的“ 本公司产品 ”进行免费修理 ( 但是对于电子、结构部件不提供修理服务。)

 (b) 对发生故障的“ 本公司产品 ”免费提供同等数量的替代品

(3) 当故障因以下任何一种情形引起时，不属于保修的范围。

 (a) 将“ 本公司产品 ”用于原本设计用途以外的用途

 (b) 超过“ 使用条件等 ”范围的使用

 (c) 违反本注意事项“3. 使用时的注意事项 ”的使用

 (d) 非因“ 本公司 ”进行的改装、修理导致故障时

 (e) 非因“ 本公司 ”出品的软件导致故障时

 (f) “ 本公司 ”生产时的科学、技术水平无法预见的原因

 (g) 除上述情形外的其它原因，如“ 本公司 ”或“ 本公司产品 ”以外的原因 ( 包括天灾等不可抗力 )

5. 责任限制

本承诺事项中记载的保修是关于“ 本公司产品 ”的全部保证。对于因“ 本公司产品 ”而发生的其他损害，“ 本公司 ”及“ 本公司产品 ”的经销商不负任何责任。

6. 出口管理

客户若将“ 本公司产品 ”或技术资料出口或向境外提供时，请遵守中国及各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规。否则，“ 本公司 ”有权不予提供“ 本公

司产品 ”或技术资料。




